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1. AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TÁRGYA, 
CÉLKITŰZÉSEI.

AZ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK TIPIKUS 
FELÉPÍTÉSE.

AZ ELEKTRONIKUS ALKATRÉSZEK 
ÉS HORDOZÓK TÍPUSAI.

RÉSZEGYSÉGEK (MODUL-ÁRAMKÖRÖK) 
TÍPUSAI ÉS FELÉPÍTÉSÜK 

2Bevezető előadás
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MI AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA?
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A technológia az anyag jellemzőinek tervezett, maradandó 
megváltoztatása.

Az elektronikai technológia a villamosmérnöki
• tudományos és
• ipari ismereteknek azon területe, amely

az elektronikus áramköri egységek
• alkatrészeinek, 

• hordozóinak és

• összeköttetés rendszereinek

• tervezésével, 

• megvalósításával és

• megbízhatóságával

foglalkozik.

Bevezető előadás
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AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA 
HAJTÓEREJE

4

A funkciók integrációja
• a méret,

• az energiafelhasználás,

• a költségek és 

• a környezeti terhelés csökkentése,

• maximális megbízhatóság mellett.

Bevezető előadás
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AZ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK 
FELÉPÍTÉSE

• Egy egyszerű mobil telefon példáján
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• Cél:

• működő elektronikus készülék/rendszer fizikai (nemcsak virtuális!) 
megvalósítása

• Elektronikus készülék:

• villamos és nem-villamos (mechanikai, optikai, kijelző, érzékelő) 
részegységek funkcionálisan megfelelően összeépített rendszere

• Elektronikus részegységek (moduláramkörök):

• elektronikus alkatrészeknek egy áramköri hordozón (mechanikusan 
és villamosan) összeépített rendszere

•Nélkülözhetetlen villamosmérnöki feladat:

•egy funkcionális elektronikus részegység mint gyártásra alkalmas 
termék megtervezése  és „megvalósítása”

• Napjainkban a megvalósítás

• az erre technológiailag szakosodott professzionális gyártóbázisok 
„integrációjával” lehetséges
• A tárgy célja: az ehhez szükséges alaptudományi és gyártástechnológiai  
legalapvetőbb rendszerezett ismeretek átadása 
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MIVEL NEM FOGLALKOZUNK?
• Áramköri tervezés (Elektronika)
• Chipek tervezése (Mikroelektronika)

MIVEL FOGLALKOZUNK?
• Felületszerelési és furatszerelési technológiák

• Chipek megvalósítási és kötési technológiái

• Vékonyrétegek és vastagrétegek technológiái

• Nyomtatott huzalozású lemezek tervezési alapelvei  és 
technológiája

• Elektronikus készülékek konstrukciós alapelvei, 
részegységek hűtési megoldásai 

• A minőségbiztosítás és megbízhatóság alapfogalmai
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MIVEL FOGLALKOZHATUNK KÉSŐBB 
(Mikroelektronika és elektronikai 
technológia BSc szakirányon)?

• Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás 

• Moduláramkörök és készülékek (tervezése és 
technológiája) 

• Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük (labor) 

• Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők 

• Elektronikus készülékek konstrukciós alapelvei, 
részegységek hűtési megoldásai 

• Környezetvédelem az elektronikai technológiában 
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MIVEL FOGLALKOZHATUNK MÉG 
KÉSŐBB (Elektronikai technológia és 
minőségbiztosítás MSc szakirányon) ?

• Minőségbiztosítás a mikroelektronikában 

• Fizikai, kémiai és nanotechnológiák 

• Moduláramkörök rendszertechnikája 

• Technológiai folyamatmodellezés 

• Nagy integráltságú moduláramkörök 

• Megbízhatósági hibaanalitika 
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AZ ELEKTRONIKUS RÉSZEGYSÉGEK, 
MODULÁRAMKÖRÖK TÍPUSAI

• A gáz részecskéinek áltagos szabad úthossza(L): az egyes 
részecskék ütközése között megtett átlagos távolság. 

• L = C / P, ahol P a nyomás, C pedig egy, az anyagtól és a 
hőmérséklettől függő érték
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Alkatrészek

Hordozók

Furatba
szerelhetők

Felületre
szerelhetők

Tokozatlan
chipek

beültetése

Nyomtatott 
huzalozású lemez 
(NYHL)

Furatszerelt
nyomtatot 
áramkör 
(NYÁK)

Felületszerelt
NYÁK

„Chip on 
Board” NYÁK

Vékonyréteg/vastag-
réteg passzív hálózat 

- Hibrid  integrált 
áramkör

(HIC)

Chipes
HIC

Nagyfelbontású, 
többrétegű hál. (HDI) 

NYHL
kerámiák
vékonyrétegek

-
Felületszerelt

mikroviás 
NYÁK

Mltichip
modulok
MCM-L
MCM-C
MCM-D

Bevezető előadás
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FURATBA SZERELHETŐ ALKATRÉSZEK
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PÉLDA: EGY FURATBA SZERELHETŐ 
ELLENÁLLÁS SZERKEZETE

Kerámia test

Fém sapka

Kivezető

Ellenállás réteg
Passziváló 

réteg

Színkód

Hajlékony vagy merev kivezetésekkel (alkatrészlábakkal) rendelkeznek.
A hajlékony kivezetéseket a furatok helyzetének megfelelően méretre
vágják és hajlítják. A merev kivezetésű alkatrészek lábkiosztása kötött.
A kivezetéseket a szerelőlemez furataiba illesztik és a másik oldalon
forrasztják be. Ezért megkülönböztetünk alkatrész- és forrasztási oldalt.

Bevezető előadás
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real microscopic 
image

Au huzal 25µm-es

fémezett falú furat

nyomtatott huzalozású lemez

chip

kivezető

forrasz

FURATSZERELT INTEGRÁLT ÁRAMKÖR 
(Dual-In-Line IC) SZERKEZETE

A kivezetéseket a szerelőlemez furataiba
illesztik és a másik oldalon forrasztják be.
Ezért megkülönböztetünk alkatrész- és
forrasztási oldalt.
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FELÜLETRE SZERELHET �  ELLENÁLLÁS

Bevezet�  el� adás 13

kerámia hordozó

értékkód

ellenállásréteg

R rétegbe bevágás (értékbeállítás )

véd� üvegréteg

kontaktus

kontaktus








































































































































































































































































































































































































































































































